
- epóxido FR4 1,50 mm, por dos lados 35 µm CU (pth)
- protección orgánica de la superficie (OSP)

- agujeros con contactos metalizados Ø 1,00 mm
- nodos de soldadura Ø 2,00 mm
- trama 2,54 x 2,54 mm
- 3 líneas de potencial
- lado de soldadura y de componentes con máscara de inhibición de soldadura

- contactos enchufables:
  directo 2 x 11 polos y 2 x 49 polos, dorado 1,50 µm
- posibilidades de conexión para el conector D-Subminiatur DIN 41652 9, 25 y
  37 polos
- resistente al baño de soldadura: 260° C. 50 seg.
- tamaño 167,61 x 106,68 mm

Tarjeta experimental PCI-BUS

RE430-LF


